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まえがき 

 
 この技術レポートは，社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の半導体パッケージ技術小委員会 集積

回路パッケージサブコミッティが作成したものである。 

 この技術レポートは，著作権法によって保護されている著作物であるため，許可なくこの技術レポート

の一部又はすべてを複製・転載することを禁止する。 

 この技術レポートは，その一部が，工業所有権（特許権，実用新案権，意匠権など）に抵触する可能性

に関係なく作成されている。社団法人 電子情報技術産業協会は，このような工業所有権に係る責任は負わ

ない。 

 この技術レポートは，JEITA TSC-16（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成し

た技術レポートである。 
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電子情報技術産業協会技術レポート 
 

半導体製品におけるパッケージ熱特性ガイドライン 
Package thermal characteristic guideline in semiconductor product 

 

1 適用範囲 

 この技術レポートは，半導体業界において，半導体製品の熱特性の目安として一般的に用いられている

パッケージ熱特性に関し，その言葉の定義や各種パラメータに対する特性変動を把握し，利用方法や課題

についてのガイドラインとして適用する。 

 
2 引用規格 

 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版には適用しな

い。付記がない引用規格は，その最新版を適用する。 

  JEITA ED-7303C 集積回路パッケージの名称及びコード 

 
3 用語及び定義 

 この技術レポートで用いる主な用語の定義は，JEITA ED-7303C によるほか，新規の用語については，

本文中の定義による。 

 

4 用語及び記号の解説 

4.1 用語の解説 

4.1.1 熱抵抗 

 熱の伝わりにくさを数値化したもの。一般的には任意の 2 点間の温度差を熱流量（単位時間にある部分

を流れる熱量）で割ったものとして表される（図 1 参照）。 

 

 

図 1―熱抵抗の定義 
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